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摘要 

歐洲晶片設計、設計自動化、與晶片測試會議(Design, Automation and Test in Europe, 

DATE 14)，為電子系統設計自動化(Electronic Design Automation, EDA)研究領域之頂

尖國際會議之一。此國際會議除學術研究論文發表外，每年也吸引晶片設計，嵌入

式系統設計，以及晶片/晶圓製造等產業相關之研發人員參與。尤其歐洲著重傳統

工業與電腦科技的結合，因此許多應用產業相關人員，如汽車科技研發人員也會參

加 。 可 見 DATE 為 著 重 研 究 與 實 務 密 切 結 合 之 會 議 。 今 年 本 人 之 研 究 論

文”Scenario-aware Data Placement and Memory Area Allocation for Multi-Processor 

System-On-Chips with Reconfigurable 3D-Stacked SRAMs”(考量多核心系統晶片之使

用場景進行可重組三維堆疊靜態存取記憶體之資料擺放與記憶體空間配置)獲選為

會議的長篇發表論文。此次主要目的即為參加 DATE 14 以發表論文，並參與會議

了解最新之研究與產業發展。 
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一、 目的 

此行主要目的為參加歐洲晶片設計、設計自動化、與晶片測試會議

(Design, Automation and Test in Europe, DATE 14)。此國際學術會議為電子系統

設計自動化(Electronic Design Automation, EDA)研究領域之頂尖國際會議之

一。此國際會議除學術研究論文發表外，每年也吸引晶片設計，嵌入式系統

設計，以及晶片/晶圓製造等產業相關之研發人員參與。為研究與實務密切

結合之會議。今年本人之研究論文”Scenario-aware Data Placement and 

Memory Area Allocation for Multi-Processor System-On-Chips with Reconfigurable 

3D-Stacked SRAMs”(考量多核心系統晶片之使用場景進行可重組三維堆疊

靜態存取記憶體之資料擺放與記憶體空間配置)獲選為會議的長篇發表論

文。今年投稿於 DATE 14 的文章有 1090 篇之多，只有 206 篇論文獲選為會

議長篇或短篇發表論文(接受率為 23.1%)。經會議委員會評審後分數較高之

論文才能獲長篇論文發表。此次主要目的即為參加 DATE 14，了解嵌入式系

統與晶片設計之相關研究以及產業之最新發展，以及發表論文。 
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過程報告 

2.1 每日行程表   

天數 日期 時間 行程安排 

1 ~ 3 3/21 ~ 3/23 全天 
由埔里暨南大學出發，由桃園中正機場搭

機前往捷克布拉格。並於周末進行私人行

程。 

4 3/24 全天 
由捷克布拉格搭乘兩小時左右的火車，前

往 開 會 地 點 ， 德 國 德 勒 斯 登 (Dresden, 

Germany)。並到會場報到與登記。 

5 3/25 全天 
研討會議程(請見附錄研討會議程表) 

6 3/26 8:30 ~ 18:30 
研討會議程(請見附錄研討會議程表) 

19:30 ~ 23:00 
大會晚宴 

7 3/27 全天 
研討會議程(請見附錄研討會議程表) 

於下午 2:00 ~ 2:30 進行論文報告 

8 3/28 全天 
研討會議程(請見下方研討會議程表) 

9 ~ 10 3/29 ~ 3/30 全天 
於周末進行私人行程，並從德國德勒斯登

出發，搭乘火車至捷克布拉格搭機返回台

灣，回到埔里暨南大學。 
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2.2 每日行程內容報告 

2.2.1 三月 21 日~ 三月 23 日(星期五~星期日)  

德國德勒斯登位於東歐，鄰近捷克布拉格。兩城市之間搭成火車只需兩小時

車程。加上布拉格為捷克首都，班機較多，因此決定搭成班機至捷克布拉格

之後再轉火車到開會地點。於 3/21 晚間出發，抵達布拉格時為周末，因此

進行短暫私人行程。 

 

2.2.2 三月 24 日(星期一) 

早上由捷克布拉格搭乘火車至 DATE 會議舉辦城市，德國德勒斯登。DATE

近年來輪流在法國 Grenoble 跟德國 Dresden(德勒斯登)兩城舉辦。德勒斯登為

德國薩克森王朝首都，但二次世界大戰時遭盟軍轟炸，舊城幾近全毀。近年

來東西德合併，東德經費漸增，才有機會將舊城遭炸毀之古蹟重新修繕。且

近年來，許多科技大廠，如 Infeneon(英飛凌)跟 Globalfoundries(格羅方德半島

體，或舊稱全球晶圓公司)都在此設立公司總部或廠房，因此在此城市舉辦

DATE 別具意義。 

歐洲傳統工業，如 Bosch 的電動工具，以及汽車工業都相當發達。近年來，

為求產業升級，歐洲知名工業以及政府無不積極尋求使用電腦與資訊化方

式，提升其產品之效能與功用。例如，汽車廠尋求使用嵌入式系統(Embedded 

System)的電腦化數位控制，使得汽車的安全性與操控達到更佳狀況。因此，

歐洲相當重視嵌入式系統，單晶片系統(System-on-Chip)等相關研究與產業的

發展，這也是為何 DATE 會議會以歐洲為根據地。 
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抵達德勒斯登，安頓好行李後，就到舉辦大會的 International Congress 

Center(國際會議中心)進行報到，領取開會資料，進行接下來四天會議的準

備。  

 

2.2.3 三月 25 日(星期二) 

今天是大會正式開始的第一天。大會特別舉辦開會儀式。儀式中，主席特別

提到，雖然來自歐洲的論文投稿數仍佔了 46%之多，但有 27%的投稿來自北

美洲，23%的投稿來自亞洲，其餘則來自其他國家。可見 DATE 會議對於全

球相關研究與產業的影響力。而本屆 DATE 共有 1090 篇之多的論文投稿，其

中 890 篇符合可被審稿標準因此有進入審稿程序。890 篇中，只有 206 篇

(23.1%)之論文被接受發表。本次會議來自台灣的論文，分屬於國立成功大

學，國立清華大學，國立交通大學，以及國立暨南國際大學等校。 

第一天的大會特別安排了兩場專題演講(Keynote Speech)，第一場是 National 

Instruments(國家儀器)的 Dr. David Fuller 講的”System Design Challenges for 

Next Generation Wireless and Embedded Systems”(新世代無線與嵌入式系統

之設計挑戰)。由於數位晶片與網路技術的發達，因此有物連網(Internet of 

Things, IOT)的概念產生，也就是傳統上不會配有數位電路控制以及網路配備

的日常生活物品，如一般家庭電器，加上了網路與數位控制晶片，使這些物

品可以經由網路進行遠端智會管控。此專題演講提到，由於系統的複雜度提

升，傳統的設計方法會造成系統設計上的困難，因此，為 IOT 重新打造系統

設計流程。第二場專題演講是 Globalfoundries(格羅方德半島體，或舊稱全球

晶圓公司)的 Dr. Gerd Teepe 分享”The Growing Importance of Microelectronics 

from a Foundry Perspective”(由晶圓製造商的角度看微電子產品的重要性之
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演進)。演講中提到，晶片製成技術的進步使晶片的製造越趨複雜，所使用

的機台成本也越來越高。因此，晶片設計以及晶片製造兩個步驟將分別於不

同公司中進行的趨勢也會更明顯。也就是說，晶片設計廠將專心於系統晶片

的設計，而晶片的製造問題則交由晶圓製造廠來擔心即可。但為避免晶片設

計公司不了解晶圓製造的流程，而產生不適合之設計，或是晶圓製造廠不了

解晶片設計的概念而造成製造錯誤，Dr. Gerd Teepe 建議，應在雙方公司，

配置對方的研發人員，讓他們晶圓製造廠與晶片設計兩邊的人員，同時參與

研發與製造過程，以避免溝通不良造成生產不順。 

 

 

 

 

大會開幕情況(圖片出處: DATE 網頁) 

 

2.2.4 三月 26 日(星期三) 

會議第二天，我參與了數個學術研討 Session。其中學到最多的是 Session 5.8: 

Hot Topics: System-Integration – The Bridge between More than Moore and More 

Moore(熱門議題：系統整合- 在摩爾定律之下與之外的溝通橋樑)。這個

Session 主要是探討利用最新的三維堆疊晶片(3D Die Stacking)整合多電路層

於單一晶片上的一些議題。來自於德國慕尼黑工業大學(TU Munchen)的

Professor Andreas Herkersdorfy 在他的專題演講”3D-TSV-HUB: Potentials and 

Challenges for Vertical Interconnects in Network-on-Chips”(三維穿矽通孔集線

器：晶片上網路之垂直通道的設計潛能與挑戰)中提到，實現三維堆疊晶片
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技術之穿矽通孔(Through Silicon Vias)的製造，會增加晶片製成成本，且製造

TSV 時，會讓晶片處在高溫高壓的環境，因此使晶片良率容易下降。因此，

降低 TSV 數量對於晶片的成本與良率都有正面影響。為此問題，他們提出

使用 TSV Hub(三維穿矽通孔集線器)機制，根據系統效能與溫度等種種需

求，決定 TSV 的數量與擺置，期望能以最少的 TSV 數量達到所需之效能。 

當天晚上大會於 Volkswagen(福斯汽車)的汽車裝配工廠舉行接待晚宴，當天

晚上以輕鬆的氣氛認識不少與會的研究人員。 

 

 

 

 

 

Session 5.8 進行情況(左), 及當天晚宴情況(右) (圖片出處: DATE 網頁) 

 

2.2.5 三月 27 日(星期四)  

於今天下午兩點，在 Session 11.5 Memory Resource Allocation and Scheduling in 

MPSoC(多核心系統晶片之記憶體資源配置與使用排程)，發表我的論

文 ”Scenario-aware Data Placement and Memory Area Allocation for 

Multi-Processor System-on-Chips with Reconfigurable 3D-stacked SRAMs” (考量

多核心系統晶片之使用場景進行可重組三維堆疊靜態存取記憶體之資料擺

放與記憶體空間配置)。這篇論文是針對使用了三維堆疊可重組靜態存取記

憶體(3D-stacked Reconfigurable SRAMs)之多核心系統晶片(Multi-Processor 

System-on-Chip)，提出可提升效能之資料配置方法。此方法最大特色，在於
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考量系統使用時，歷經的各個使用場景(Scenario)的資料存取需求，以及目標

架構的特性，決定每筆資料應擺放於哪個靜態存取記憶體模組，以減少資料

平均存取速度，而提升系統效能。照會議慣例，演講者需要在早上八點半先

到會場與 Session Chair 認識，並將個人資料交上。這次我的 Session Chair 恰

巧是昨天於 Session 5.8 演講的 Professor Andreas Herkersdorfy。我的論文為

Session 中的第一篇，為長篇發表，有三十分鐘。發表完之後，馬上有兩個人

問了問題，其中一位問到是不是應該將一些只有在應用程式執行時所遇到的

資料的行為也列入考量。另外一位提出了如何更進一步利用 Scenario 資訊來

減少資料存取時間的方法。在會後都與兩位問了問題的學者進行了討論，受

益良多。 

 

 

 

 

 

早餐會情況(左)以及 Session 11.5 進行情況(圖片出處: DATE 網頁) 

 

 

 

 

 

Session 11.5 外之海報展覽與討論情況(圖片出處: DATE 網頁) 

 



8 
 

2.2.6 三月 28 日(星期五) 

今天是大會的最後一天。主要的論文發表都於前三天結束，今天主要是正在

進行中的相關研究議題的發表(Workshop)。因為我目前研究方向在使用三維

堆疊技術之系統晶片的系統層晶片設計方法，因此我去參加了 W5: 3D 

Integration Applications, Technology, Architecture, Design, Automation and Test(三

維整合技術之應用、技術方法、三維架構、設計、設計自動化、與晶片測試)

這個 Workshop。Session 6: Test and Thermal Challenges for 3D ICs(三維堆疊晶片

之測試與溫度相關之設計挑戰)中發表的論文”System-level Thermal Modeling 

for 3D IC: A Memory-on-Logic 3D Test Case Study”(三維堆疊晶片之系統層快

速溫度預測模型：以三維技術整合記憶體晶片與一般邏輯電路之系統為

例)，其探討的 Memory-on-Logic(三維技術整合記憶體晶片與一般邏輯電路)

架構為我目前主要研究的架構，其提出的快速晶片溫度預測數學模型，對於

我將來針對此架構進行溫度感知設計有相當的幫助。 

 

2.2.7 三月 29 日 ~ 三月 30 日 (星期六~星期日) 

由於適逢周末，在德國德勒斯登進行私人行程後，星期日早上再由德國德勒

斯登，搭乘火車至捷克布拉格後，到機場搭乘飛機返回台灣。 
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二、 心得與建議 

歐洲晶片設計、設計自動化、與晶片測試會議(Design, Automation and Test in 

Europe, DATE 14)，為電子系統設計自動化(Electronic Design Automation, EDA)研究領

域之頂尖國際會議之一。此會議最難能可貴的是，著重產業與學術研究的結合，因

此除了學術論文發表之外，大會更安排產業界人士與會演講，以及設立展覽攤位。

此次與會，吸收到不少相關研究以及產業需求的新知，感到相當有價值。建議有進

行相關研究的老師，可以多參與此會議。 
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三、 附錄 - DATE 2014 大會議程 

 
3/25 星期二議程 
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3/26 星期三議程 
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3/27 星期四議程 
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3/28 星期五議程 

 
 
 

 


